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 在經濟分工的現代，如何透過有效的溝通，以縮
短產品開發時間，為新產品開發的成功關鍵。

 本研究探討實際物件與虛擬模型的三維組裝，發
展以深度感測裝置驅動之實虛組裝技術。
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 降低資料維度，將資料簡單化，讓資料的
特徵值更為突顯。
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 對參數進行迴歸分析，讓虛擬模組可以和現實
場景貼合的緊密度更高。
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模型建構

 使用繪圖軟體3Ds MAXTM，建構需要之模
型，以做後續虛實組裝。
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 將虛擬模組縮放旋轉，以符合實體場景迴歸

的資料，以利後續組裝。
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虛擬模型修正

模擬組裝後影像

分析組裝狀況
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實作結果

 影像呈現出虛實組裝，為了了解組裝後的
情況，使用干涉原理分析其貼合狀況，來
判斷之間有無交集。
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干涉



 本研究具相當高的創新性與實用價值，可降低設計
與實際結果的差異，有效提升設計鏈的整合與溝通
效率，達成與顧客共同設計創新的概念。
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